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Beschreibung

Die Erfindung betrifft einen Steckverbinder fur Kar-
tenrandmontage, insbesondere einen 2- oder mehrrei-
higen Steckverbinder zur SMD - Verbindung mit einer
Leiterplatte, wobei die LeiterplattenanschluBseite des
Steckverbinders mindestens einen drehbar bzw. kiapp-
bar mit dem Steckverbinder-Isolierkérper verbundenen
Andruckkérper aufweist, in dem die Létanschliisse der
Kontakte des Steckverbinders gehalten sind.

Es ist bekannt, oberflachenmontierbare Bauteile
beidseitig auf einer Leiterplatte zu montieren. Aus Platz-
grinden sind die oberflichenmontierbaren Bauteile
(Surface Mounted Device, SMD) sehr flach und klein
gehalten, um méglichst viele Bauteile auf einer Leiter-
platte unterbringen zu kénnen und um die Baugruppe
flach zu halten.

Zur Vereinfachung der automatischen Bestilickung
von Leiterplatten mit elekironischen Bauteilen wurde als
Ersatz fir die herkémmliche Einléttechnik die soge-
nannte Oberflaichen- Loéttechnik (Surface Mounted
Technology, SMT) entwickelt. Bei dieser Technik
werden auf Oberflachenbereiche (Létpads) der Leiter-
platten Lotdepots mittels Lotpasten aufgetragen, in wel-
che die AnschluBkontakte der Bauteile senkrecht
eingetaucht werden. Dabei bestiicken und Positionieren
spezielle Bestlickungsautomaten die oberflachenmon-
tierbaren Bauteile (Surface Mounted Device, SMD)
lagerichtig auf einer Leiterplatte. AnschlieBend findet
das Verléten der kompletten Leiterplatte in einer Létan-
lage statt. Bei einer doppelseitig besttickten Platine wird
diese gewendet und die zweite Seite wird mit Lotpaste
versehen, bestlickt und verlétet.

Zur Verbindung der Leiterplatte mit einer Ruck-
wandleiterplatte eines Einschubrahmens bzw. Gestells
werden Uberwiegend Steckverbinder in Einpresstechnik
oder hochaufbauende mehrreihige SMD-Steckverbin-
der an die Leiterplatte montiert. Die Einbaubreite einer
SMD-Einschubbaugruppe wird dadurch nur noch durch
die Hohe der Steckverbinder bestimmt. Die erarbeitete
Platzgewinnung der oberflichenmontierten Bauteile
geht somit durch die relativ groBen” Steckverbinder
wieder verloren.

Aus der DE 195 11 508 A1 ist ein elektrischer Verb-
inder fur Kartenrandmontage zur Verbindung mit der
Oberflache einer Leiterplatte bekannt, bei dem die Lei-
terplattenanschluBseite einen klappbar mit dem Verbin-
der-Isolierkérper verbundenen Andruckkérper aufweist,
in dem die Kontaktanschllsse des Verbinders gehalten
sind.

Daneben ist aus der DE 195 30 994 C1 ein Steck-
verbinder fir Kartenrandmontage bekannt, bei dem
Kontaktfedern in eingesetztem Zustand der Leiterplatte
an Kontakiflachen der Leiterplatte aufliegen.

Weiterhin ist aus der DE 38 22 980 C2 ein Verbin-
der fur Leiterplatten bekannt, der einen Andruckkérper
aufweist, der federnde Kontaktelemente auf einen fla-
chen elekirischen Leiter driickt.
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Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen
Steckverbinder der eingangs genannten Art dahinge-
hend auszubilden, daB dieser in Oberflachenmontage
an der Leiterplatte angebracht werden kann, einfach zu
montieren ist und dabei eine geringe Bauhdhe aufweist.

Diese Aufgabe wird dadurch gelost, daB der Steck-
verbinder fiir den Montageproze3 "maulartig” geéffnet
ist, wobei ein Auslésemechanismus den Andruckkérper
gegen die Federkraft der Kontaktfedern fir das Einset-
zen der Leiterplatte 6ffnet, daB mindestens eine Seite
der Létanschliisse der Kontakie mittels des Andruckkér-
pers auf der drehbar gelagerten Seite an die Leiter-
platte gedriickt werden, und daB die AnpreBkraft des
Andruckkérpers durch die Federkraft der Kontaktfedern
aufgebracht wird.

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in
den Anspriichen 2 bis 9 angegeben.

Die mit der Efindung erzielten Vorteile bestehen
insbesondere darin, daB der erfindungsgemaBe Steck-
verbinder eine hohe Kontakidichte und die damit verse-
hene Leiterplatte nur eine geringe Bauhdhe aufweist,
wobei eine optimale Platzausnutzung der gangigen
Kartenhéhe (320 Kontakte /100 mm) durch gleichzeitige
Nutzung beider Seiten der Steckkarte erzielt wird. Ein
weiterer Vorteil liegt in der symmetrischen Anordnung
des Steckverbinders zur Tochterkarte (Straddle Mount).

Weiterhin weist der Steckverbinder die gleichen
Einbaubedingungen wie vorhandene 2,0 mm und 2,5
mm hart-metrische” Steckverbindersysteme auf und
die Integrierbarkeit in vorhandene SMD - Montageanla-
gen sowie eine automatische Fixierung des Steckverb-
inders auf der Leiterplatte bis zur Létung ist ebenfalls
gegeben.

Die Verbindung der Leiterplatte (Tochterkarte) zu
einer Riickwandleiterplatte (Backplane) Gber den Steck-
verbinder in Oberflachenmontagetechnik erflillt die For-
derung nach immer flacher werdenden Bauteilen. Der
Steckverbinder kann 2- oder mehrreihig aufgebaut sein.

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Efindung ist in der
Zeichnung dargestellt und wird im folgenden naher
beschrieben. Es zeigen

Fig. 1 eine Ansicht eines Steckverbinders,

Fig. 2 die Ansicht des Steckverbinders mit aufge-
klapptem und verrastetem Andruckkérper,
und

Fig. 3 die Ansicht des Steckverbinders mit entra-
stetem Andruckkérper, und

Fig. 4 eine Ansicht des Steckverbinders gem. Fig.
2 im Schnitt entlang der Linie 4 - 4, und

Fig. 5 eine Ansicht des Steckverbinders gem. Fig.

3 im Schnitt entlang der Linie 5 - 5.

In den Fig. 1 - 5 ist ein aus Kunststoff bestehender
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Isolierkérper 1 eines Steckverbinders, in dem zwei-
oder mehrreihig eine Vielzahl von Kontaktkammern 2
eingelassen sind, dargestellt. Der Steckverbinder ist
dabei als sogenannter SMD-Steckverbinder fur die
Oberfachenmontage auf bzw. an einer Leiterplatte aus-
gebildet. An der Stirnseite des Isolierkérpers 1 sind seit-
lich zwei Flhrungselemente 3 angebracht, die eine
Vorzentrierung des Steckverbinders beim Stecken mit
einem Gegenstecker, z. B. einer Messerleiste (die hier
nicht ndher dargestellt ist) sicherstellen. Auf der Rick-
seite des Isolierkdrpers 1, d.h. der Leiterplattenan-
schluBseite, befinden sich seitlich zwei Flansche 4. Die
Flansche 4 sind mit Kammern 5 versehen, die auf min-
destens einer Seite gedffnet sind. In diesen Kammern 5
ist ein Auslésemachanismus 6 vorgesehen, der wie in
den Figuren dargestellt, in einem Lager 7 an dem Iso-
lierkérper 1 drehbar gelagert ist. Des weiteren befinden
sich seitlich am Isolierkérper 1 zwei Lager 8. Im Lager 8
ist ein Andruckkérper 9, der ebenfalls aus isolierendem
Kunststoff besteht, drehbar an dem Isolierkérper 1 gela-
gert. Am Andruckkérper 9 sind auf der Rickseite eben-
falls zwei Flansche 10 angebracht. Der Andruckkérper
9 wird durch den Auslésemechanismus 6, wie in Fig. 1,
2 und 4 dargestellt, aufgeklappt und maulartig” fur das
Einsetzen einer Leiterplatte gedffinet. Dabei verrastet
der Auslésemechanismus 6 in dieser gedffneten Stel-
lung. Der Andruckkérper 9 wird durch Federn 11, die
sich in den Flanschen 4 und 10 befinden, vorgespannt.

Im Isolierkdrper 1 werden im Bereich der Festsitze
12, 13, 14, 15 die Kontakte 16, 17, 18, 19, die vorzugs-
weise als doppelschenklige getwistete Kontakifedern
ausgefihrt sind, gehalten. Die Kontakte 16, 17, 18, 19
bestehen aus den Bereichen Kontakitulpe 20, 21, 22,
23, Festsitz 12, 13, 14, 15 sowie den Létanschlissen
24, 25, 26, 27.

Auf der Ruckseite des Isolierkérpers 1 ist ein aus
Kunststoff bestehender isolierender Fihrungskérper 28
montiert. Die Létanschllsse 26 und 27 der Kontakte 18
und 19 sind im Fuhrungskérper 28 und die Létan-
schliisse 24 und 25 der Kontakte 16 und 17 im Andruck-
kérper 9 gefihrt. Durch den Flhrungskérper 28 sowie
durch den Andruckkérper 9 wird eine sehr hohe Kopla-
naritét der Kontakte 16, 17, 18, 19 im Bereich der Létan-
schllisse 24, 25, 26, 27 und gleichzeitig eine definierte
Einpresstiefe in die Lotpaste 29 auf der Leiterplatte 30
erreicht. In den Flanschen 4 am Isolierkérper 1 und im
Flansch 10 am Andruckkérper 9 sind vier metallisch 16t-
bare Befestigungsflansche 31 befestigt, die nach dem
Montieren des Steckverbinders mit der Leiterplatte 30
verlétet werden. Die Befestigungsflansche 31 fangen
die Zieh- und Steckkrafte, die beim Stecken und Ziehen
der Steckverbinders entstehen, ab.

Fig. 2 und Fig. 4 zeigen den Montagezustand des
Steckverbinders mit aufgeklapptem und verrastetem
Andruckkérper 9 in der Seitenansicht sowie im Schnitt.
Dargestellt ist ein Steckverbinder, bei dem der Andruck-
kérper 9 einseitig mit dem Isolierkérper 1 drehbar im
Lager 8 gelagert ist. Der Steckverbinder wird seitlich auf
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eine Leiterplatte 30 geschoben und lagerichtig positio-
niert.

Wahrend des Aufsetzens des Steckverbinders auf
die Oberseite der Leiterplatte 30 wird der Ausléseme-
chanismus 6 ausgeldst und entriegelt den aufgeklapp-
ten und durch die Feder 11 vorgespannten
Andruckkérper 9. Durch die Position des Lagers 7 in
Verbindung mit einer schwenkbaren Spitze des Ausl6-
semechanismus 6, die beim Anklappen des Andruck-
kérpers auf die Oberseite der Leiterplatte einwirkt und
eine axiale Kraftkomponente austbt, wird der Steck-
verbinder an die Stirnseite der Leiterplatte 30 gezogen.
Gleichzeitig wird der Steckverbinder durch die Feder-
kraft der Létanschllsse 24, 25, 26, 27 der Kontakte 16,
17, 18, 19 bzw. durch zusatzliche Federn 11 bis zur
Létung auf der Leiterplatte 30 fixiert.

Fig. 3 und Fig. 5 zeigen den Endzustand des Steck-
verbinders in der Seitenansicht und im Schnitt bei ent-
riegeltem Auslésemechanismus 6 und angeklapptem
Andruckkdrper 9.

Beim Fertigungsproze erfolgt die Bestlickung der
Leiterplatte mit den SMD-Bauteilen seitenweise, d.h. es
wird erst eine Seite der Leiterplatte mit Lotpaste verse-
hen, dann mit oberflachenmontierbaren Bauteilen
bestlickt und verlétet. Bei einer doppelseitig bestlickten
Leiterplatte, wird diese anschlieBend gewendet und die
zweite Seite wird mit Lotpaste versehen, bestlickt und
verldtet. Die AnschluBkontakte der oberflachenmontier-
ten Bauteile missen dabei senkrecht und mit definierter
Tiefe in die Lotpaste eingedriickt sein. Eine weitere
Bedingung in der Oberflachenmontagetechnik ist,
bedingt durch den Bestiickungsautomaten selbst, eine
kraftlose bzw. kraftarme Montage der Bauteile. Um
beide Bedingungen bei einem 2- oder mehrreihigen
Steckverbinder, der zudem nicht zu sehr aufbauen soll,
zu erflllen, ist es notwendig die geringe Montagekraft
des Automaten durch eine zuséatzliche Federkraft, die
nach dem Auslésen des Auslésemechanismus 6, den
beweglichen Andruckkérper 9 an die Leiterplatte 30
drickt, zu unterstitzen. Die notwendige Federkraft
kann dabei durch die Kontakte 16, 17, 18, 19 oder durch
zuséatzliche Federn 11 erzeugt werden.

Um dieses zu realisieren, werden die Lotan-
schllsse 24, 25, 26, 27 der Kontakte 16, 17, 18, 19 des
Steckverbinders in einem Fuhrungskérper 28 bzw. im
Andruckkérper 9 gefuhrt. Dieses ist notwendig, um sehr
hohe Koplanaritaten zu gewahrleisten. Gleichzeitig wer-
den die Létanschllsse 24, 25, 26, 27 des Steckverbin-
ders mit definierter Tiefe in die Lotpaste 29 auf der
Leiterplatte 30 eingedrtickt und der Steckverbinder wird
gleichzeitig auf der Leiterplatte 30 fixiert.

Far den LétprozeB des Steckverbinders ist es erfor-
derlich, daB Lot als festes Lotdepot auf mindestens
einer der beiden Létanschlisse 24, 25 oder 26, 27 der
Kontakte des Steckverbinders vorgesehen ist. Dies liegt
daran, daB bei doppelseitig bestickien Platinen die
zweite Leiterplattenseite, erst nachdem die erste Seite
komplett mit oberflachenmontierten Bauteilen bestickt
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und verl6tet ist, mit Lotpaste versehen werden kann.

Patentanspriiche

1.

Steckverbinder flr Kartenrandmontage, insbesond-
ere 2- oder mehrreihiger Steckverbinder zur SMD-
Verbindung mit einer Leiterplatte, wobei die Leiter-
plattenanschluBseite des Steckverbinders minde-
stens einen drehbar bzw. klappbar mit dem
Steckverbinder-Isolierkérper (1)  verbundenen
Andruckkérper (9) aufweist, in dem die Létan-
schlisse (24, 25, 26, 27) der Kontakte (16, 17, 18,
19) des Steckverbinders gehalten sind, dadurch
gekennzeichnet,

daB der Steckverbinder fiir den Montagepro-
zef3 "'maulartig” geéffnet ist, wobei ein Auslése-
mechanismus (6) den Andruckkdrper (9)
gegen die Federkraft der Kontaktfedern fir das
Einsetzen der Leiterplatte 6ffnet

daB mindestens eine Seite der Létanschliisse
(24, 25, 26, 27) der Kontakte (16, 17, 18, 19)
mittels des Andruckkérpers (9) auf der drehbar
gelagerten Seite an die Leiterplatte (30)
gedrickt werden, und

daB die AnpreBkraft des Andruckkérpers (9)
durch die Federkraft der Kontaktfedern aufge-
bracht wird.

Steckverbinder nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,

daf die Kontaktierung der Létanschllsse (24,
25, 26, 27) der Kontakte (16, 17, 18, 19) beid-
seitig auf der Leiterplatte (30) erfolgt.

Steckverbinder nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet,

daB der Steckverbinder symmetrisch aufge-
baut ist.

Steckverbinder nach einem der vorstehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

daB die AnpreBkraft des Andruckkérpers (9)
durch zuséatzliche Federn (11) aufgebracht
wird.

Steckverbinder nach einem der vorstehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

daB die zusétzlichen Federn (11) zur Erzielung
der notwendig Federkraft zum Andriicken des
Andruckkdrpers (9) an die Leiterplatte (30) als
Rechteck,- Dreieck, - Parabelfeder oder eine
Kombination dieser Federarten bzw. durch
Federdraht ausgebildet sind.
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6.

Steckverbinder nach einem der vorstehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

daB die Létanschlisse (24, 25, 26, 27) der
Kontakte (16, 17, 18, 19) in einem Fuhrungs-
kérper (28) bzw. im Andruckkérper (9) gefihrt
sind.

Steckverbinder nach einem der vorstehenden
Anspriche, dadurch gekennzeichnet,

daB die Létanschlisse (24, 25, 26, 27) der
Kontakte (16, 17, 18, 19) auf der Leiterplatte
(30) gestaffelt angeordnet sind.

Steckverbinder nach einem der vorstehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

daB Befestigungsflansche (31) im Flansch (4)
des Isolierkérpers (1) und im Flansch (10) des
Andruckkérpers (9) eingesetzt sind.

Steckverbinder nach einem der vorstehenden
Anspriche, dadurch gekennzeichnet,

daB Lot als festes Lotdepot auf mindestens
einem der beiden Létanschlisse (24,25 oder
26,27) der Kontakte (16,17 oder 18,19) des
Steckverbinders vorgesehen ist.
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